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INTISARI 

Praktikum soldering yang dilakukan di sekolah vokasi pada umumnya 

menggunakan papan rangkaian elektronik dengan lubang tembus atau Trough Hole 

Technology – Printed Circuit Board (THT-PCB). Dalam kegiatan tersebut, 

penilaian kualitas produk hasil praktikum siswa dilakukan secara visual dengan 

penglihatan mata secara langsung oleh instruktur. Penelitian ini mengusulkan 

penerapan Automatic Optical Inspection (AOI) untuk membantu para guru dan 

instruktur dalam memeriksa hasil pekerjaan siswa pada praktikum soldering di 

sekolah vokasi. Pengujian otomatis dengan AOI telah diterapkan secara luas pada 

dunia industri, namun belum banyak diterapkan pada pendidikan vokasi. Di sisi 

lain, spesifikasi perangkat komputer yang dimiliki sekolah vokasi tidak setinggi 

komputer yang digunakan untuk sistem AOI pada Industri. Dengan demikian 

diperlukan algoritma AOI yang sesuai dengan kebutuhan pengujian dan sesuai 

dengan spesifikasi komputer di sekolah vokasi. Penelitian sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Fonseka yang mengkasilkan model AOI untuk THT-PCB dimana 

tidak memerlukan komputasi kompleks. Namun, model yang diusulkan belum 

mampu mendeteksi cacat disturbed soldering pada sambungan solder. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan sejumlah modifikasi untuk menambahkan 

kemampuan deteksi cacat disturbed soldering pada model sebelumnya. Segmentasi 

citra dan transformasi log-polar akan diterapkan untuk mendapatkan Region of 

Interest (ROI) pada citra sambungan solder sehingga dapat dilakukan ekstraksi 

fitur. Fitur tekstur di-ekstraksi menggunakan Gray Level Coocurance Matrix 

(GLCM) untuk menghasilkan data fitur. Klasifikasi dilakukan dengan menerapkan 

Suport Vector Machine untuk menghasilkan keputusan deteksi. Pengujian akurasi 

dan presisi dilakukan dengan menggunakan corelation matrik dengan target akurasi 

dan presisi masing masing 80%. 

 

 

Kata kunci: Automatic Optical Inspection (AOI), Segmentasi, Ekastraksi fitur 

tekstur, Transformasi Log Polar, Sambungan solder. 
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ABSTRACT 

The practical soldering training conducted in vocational schools typically involves 

the use of Trough Hole Technology – Printed Circuit Board (THT-PCB) electronic 

circuit boards with through holes. In this activity, the quality of students' practical 

work is assessed visually by the instructor. This study proposes the implementation 

of Automatic Optical Inspection (AOI) to assist teachers and instructors in 

inspecting students' practical soldering work in vocational schools. Automated 

testing with AOI has been widely applied in the industry, but it has not been widely 

used in vocational education. On the other hand, the computer specifications of 

vocational schools are not as high as those used for AOI systems in the industry. 

Therefore, an AOI algorithm is needed that is suitable for testing requirements and 

compatible with the computer specifications in vocational schools. Previous 

research has been conducted by Fonseka, which resulted in an AOI model for THT-

PCBs that does not require complex computations. However, the proposed model 

was unable to detect disturbed soldering defects in solder joints. In this study, 

several modifications will be made to add the ability to detect disturbed soldering 

defects to the previous model. Image segmentation and log-polar transformation 

will be applied to obtain the Region of Interest (ROI) in solder joint images to 

enable feature extraction. Texture features will be extracted using the Gray Level 

Co-occurrence Matrix (GLCM) to generate feature data. Classification will be 

performed by applying Support Vector Machine to produce detection decisions. 

Accuracy and precision testing will be performed using correlation matrices with 

target accuracy and precision of 80%. 
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